
目次

目次
第 1 章　総  論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1.  FOWLP ／ FOPLP 技術動向　　　
　（1）半導体パッケージ技術の動向　　　
　（2）FOWLP ／ FOPLP の技術動向　　 
　（3）各社の FOP 技術　　　　　　　　　　
　（4）FOWLP の製造プロセス　
　（5）FOWLP ／ FOPLP 向け装置の概況　
2.　FOWLP ／ FOPLP 市場動向　　　
　（1）  FOWLP ／ FOPLP の応用分野　　
　（2）FOWLP ／ FOPLP の市場推移、企業動向　　 
3.  TSMC
4.  STATSChipPAC ／ JCET
5.  Amkor Technology
6.  ASE ／ SPIL
7.  Samsung Electronics ／ SEMCO
8.  Powertech Technology
9.  Nepes　　　　　　　　　

第 2 章　FOWLP ／ FOPLP 製造装置市場分析・・・・・　
1.  FOWLP ／ FOPLP 製造装置動向
　（1） 技術・装置動向
　（2） 市場動向
2.  Pick & Place 装置
3.  封止装置　
4.  研削装置
5.  剥離装置
6.  ラミネータ装置
7.  コータ／デベロッパ
8.  露光装置
9.  ウェット／洗浄装置
10.  スパッタリング装置
11.  メッキ装置

3
　5

5
8

14
20
23
25
25
28
39
44
49
53
57
60
63

67
69
69
71
73
76
79
82
85
88
91
95
98

101



目次

12.  リフロー／キュア装置

第 3 章　FOWLP ／ FOPLP 材料市場分析・・・・・・・
1.  FOWLP ／ FOPLP 材料動向
　（1） 主な構成材料とプロセス
　（2） 市場動向
2.  再配置基板
3.  仮固定材料
4.  封止材料
5.  RDL 絶縁膜
6.  フォトレジスト
7.  銅メッキ材

105

109
111
111
112
116
120
123
126
130
133


